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Seqguéncia de conteudos:
1. Elaboracao da placa de circuito impresso.
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Nesta aula

Informacbes importantes antes de desenhar a PCI:
1. Meétodo de obtencéo da PCI:
* Processo de transferéncia térmica;
* Processo corrosao quimica;
* Processo de transferéncia fotografica;
» Processo de transferéncia serigrafica;
 Fresagem.
Dimensdes reais dos componentes;
Correntes e tensoes nas diversas partes do circuito;
FreqUéncia de operacéao do circuito;
Numero de camadas da placa;
Tecnologia de soldagem dos componentes;
Uso de poligonos;
Isolagao entre trilhas;
Roteamento bom X ruim;
10 Finalizac&o de ilhas e curvas;
11. Distancias importantes;
12. Planos de alimentacao e terra.
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Método de obtencéo da PCI

1° Passo:
Impresséo do layout.

3° Passo:

20 Passo" Transferéncia do layout.

Limpeza da placa.

http://www2.eletronica.org/Members/FB/dicas-tabelas/pci_metodo_termico.pdf



Método de obtencéo da PCI

Processo térmico:

4° Passo:
Colocacao da placa em

J agua.

- - 6° Passo:
Retirada completa do

papel.

50 Passo:

b
Retirada do papel. . \((

y

http://www2.eletronica.org/Members/FB/dicas-tabelas/pci_metodo_termico.pdf



Método de obtencéo da PCI

/° Passo:
Retoque nas falhas das
trilhas.

9° Passo:
Retirada e limpeza.

8° Passo:
Corrosao da placa.

http://www2.eletronica.org/Members/FB/dicas-tabelas/pci_metodo_termico.pdf



Método de obtencéo da PCI

Processo térmico:

10° Passo:
Placa corroida e limpa.

12° Passo:
Aplicacdo da mascara
de componentes.

11° Passo:
Furacao da placa.

http://www2.eletronica.org/Members/FB/dicas-tabelas/pci_metodo_termico.pdf



Método de obtencéo da PCI

Processo de corroséo quimica:

350 mL

Agua

100 mL HCI - 45% de pureza

20 mL H20O3 - 50% de pureza

HO; = HO+ 0
Cu+ 0= Cul

CuQ + 2 Hel = CuCl + HO
[ d & Bela

Integrantes:
* Agua;

H:20: - « Acido muriético;
H20 - Agua oxigenada.

http://www2.eletronica.org/Members/FB/dicas-tabelas/pci_metodo_termico.pdf




Método de obtencéo da PCI

Processo de corroséo quimica:

Integrantes:

Cuidado: produto corrosivo.
* Percloreto de ferro.

http://www.overdance.com.br/audio_list/Fazendo%20suas%?20placas%20de%?20circuito%20impresso.pdf



Método de obtencéo da PCI

Processo de corroséo quimica:
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Método de obtencéo da PCI

Processo fotogréafico:

Aplicacédo do PRP
(tinta fotosensivel)
Limpeza

Revelacéo Sensibilizacéo

www.pcifacil.com.br



Método de obtencéo da PCI

Processo serigrafico (silkscreen):

Partes do processo:
« Serigrafia;
* Tela;
* Quadro;
* Preparacao da matriz;
» Gravacao da tela;
* Impressao;
 Outras.

http://esslee.home.sapo.pt/10-E%20-%202000/Pagina6.htm



Método de obtencéo da PCI

Fresagem:

2° Passo:
Preparacéao da PCI
para fresagem.

1° Passo:
Desenho da PCI.
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3° Passo:
Arquivo em formato CAM.

GUIA
TANGO-FRESA



Método de obtencéo da PCI

Fresagem:

5° Passo:
Fresagem da PCI.

4° Passo:
Preparacéo da fresadora.

Cabegoie daFrasa

Ferramenta
de Fresngsm
a0 Comada de coire
mm
" : : Pl
/ Largurs dealiscs
Fanaltes ou Fibra de \idro

http://www.ivobarbi.com/download/GuiaTango_Fresa.pdf

Favramerts de Cae
Fenoite ou Fibea da Widro

Camaide de Cobire

=

Wererizl ce Backp
Gl mi=

30 miks

Laryre ldesizas

6° Passo:
Furacao da placa.



Dimensodes reais dos componentes

| Mils | mim | Mils | mm | Mils mm Mils mm
Tabela de conversao. 020 mils || 0.5 mm || 122 mils || 3.2 mm || 224 mils || 5.7 mm | 327 mils || 8.3 mm
024 mils 0.6 mm 126 mils 3.2 mm 228 mils 5.8 mm 331 mils 8.4 mm
028 mils 0.7 mm 130 mils 3.3 mm 232 mils 5.9 mm 335 mils 8.5 mm
1 polegada = 2,54 centimetroS |[os:zmis [ 0smm || 13¢mils [ 3.2 mm | 236 mils | 6.0 mm | 339 mils || 2.6 mm
1in= 2,54 cim 035 mils | 0.9 mm || 138 mils || 3.5 mm || 240 mils || 6.1 mm || 343 mils || 87 mm
039 mils 1.0 mm 142 mils 3.6 mm 244 mils 6.2 mm 346 mils 8.8 mm
2’54 cm = 25’4 mm 043 mils || 1.1 mm || 146 mils || 3.7 mm || 248 mils || 6.3 mm || 350 mils | 8.9 mm
047 mils 1.2 mm 150 mils 3.8 mm 252 mils .4 mm 354 mils 2.0 mm
-l — 051 mils 1.3 mm 154 mils 3.9 mm 256 mils .5 mm 358 mils 2.1 mm
1 mil = 0,025 mm -
1o 055 mils 1.4 mm 157 mils 4.0 mm 260 mils £.6 mm 362 mils 2.2 mm
10 mil = 0,25 mm
o 059 mils 1.5 mm 161 mils 4.1 mm 264 mils &.7 mm 366 mils 2.3 mm
20 mil = 0,50 mm
. 063 mils 1.6 mm 165 mils 4.2 mm 268 mils 6.8 mm 370 mils 2.4 mm
30 mil = 0,75 mm _ _ : .
. 067 mils 1.7 mm 169 mils 4.3 mm 272 mils 6.9 mm 374 mils 2.5 mm
40 mII - 1’0 mm 071 mils 1.8 mm 173 mils 4.4 mm 276 mils 7.0 mm 378 mils 2.6 mm
50 mll - 1’25 mm 075 mils 1.9 mm 177 mils 4.5 mm 280 mils 7.1 mm 382 mils 2.7 mm
078 mils 2.0 mm 181 mils 4.6 mm 283 mils 7.2 mm 386 mils 2.8 mm
082 mils 2.1 mm 185 mils 4.7 mm 287 mils 7.3 mm 328 mils 2.9 mm
086 mils 2.2 mm 189 mils 4.8 mm 291 mils 7.4 mm 394 mils 10.0 mm
090 mils 2.3 mm 193 mils 4.9 mm 295 mils 7.5 mm 398 mils 10.1 mm
094 mils 2.4 mm 197 mils 5.0 mm 299 mils 7.6 mm 402 mils 10.2 mm

http://www.cirvale.com.br




Dimensodes reais dos componentes

(a) (b)
Component outline
Place outline (Silkscreen)

l
4

1 O

Terminais axiais

(a) (b)

g Component
L Place outline
4" LE _L outline (Silkscreen)  Wg

Terminais radiais

(omplete Kraig Mitzner
P(B Design Using 2\
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andlayout <7

Kraig Mitzner

http://www.cirvale.com.br/pdf/Dicas%20para%?20clientes.pdf



Correntes e tensdes no circuito

Largura das trilhas:
0,75 mm
7 30 mils

GUIA
TANGO-FRESA

http://www.cirvale.com.br/
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Numero de camadas da PClI

Layer Top Circuito Lado Componentes

Layer Botton Circuito Lado Solda N
I~ DUPLA FACE

Layer Top Mask Mascara Lado Componentes crenion = /’/ Freena
— SUBSTRATO

= CAMADAS

Layer Botton Mask Mascarz Lado Solda NTERNAS = L prepEs
— — SUBSTRATO

Layer Top Silk Legenda Lado Componentes T /71 PREPREG

. smals - SUBSTRATO

Layer Botton Silk Legenda Lado Solda — L prepres
. . — EtmEDN[T)Ec&D — SUBSTRATO

Drill Arguivo para furagao - /
CAMADA —

INFERIOR

Multiplas camadas

Duas camadas

FR4
Substrate
(laminate)

DIELETRICO
[SUBSTRATO)

CAMADA
SUPERIOR

CAMADA —
INFERIOR

Copper

cladding ’




Tecnologia de soldagem dos componentes

—
SMD Direction of board travel
(previously DIP »
reflow soldered) l THD Solder
joints

SMD
(wave soldered)

Board traveling into wave

SMD
fow soldered i
Conveyor reflow soldere
mechanism l THD Holding
AT op
——& 1 F l

I

| ey |
‘iue dot

(omplete
P(B Design Using

0rCAD*(apture &,
and Layout
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Molten solder
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Tecnologia de soldagem dos componentes

Adhesive .y Mounting of =P Cure Adhesive =

application component
U] vom
=g Flux application =  Visual check

W—w

IRRARR!

Flux application

SMD Wave Soldering

http://www.alternatezone.com/



Tecnologia de soldagem dos componentes

trating of component . Flux application = Flow (Wave) soldering

= P

frotnt

=P Visual check Flux application

et

Through-hole Wave Soldering

http://www.alternatezone.com/



Tecnologia de soldagem dos componentes

printing

Reflow

=] |

Solder paste -

ﬂ%

Visual check of Mounting of
solder amount s oo?#gonglg =
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SMD Reflow Soldering
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Uso de poligonos

POLIGONOS QUE NAO SAO CONTORNADOS,
CAUSAM ABERTURAS NO ATERRAMENTO.

PCB Design

Tutorial

http://www.cirvale.com.br/ g

http://www.alternatezone.com/



Isolacao entre trilhas

Clearances for Electrical Conductors

Voltage (DC or Peak AC) Internal External (<3050m) | External (>3050m)
0-15V 0.05mm 0. Tmm 0. Tmm
16-30V 0.05mm 0. Tmm 0. Tmm
31-50V 0. Tmm 0.6mm 0.6mm
21-100V 0. Tmm 0.6mm 1.5mm
101-150V 0.2mm 0.6mm 3.2mm
131-170V 0.2mm 1.25mm 3.2mm
171-250V 0.2mm 1.25mm G.4mm
201-300V 0.2mm 1.25mm 12.5mm
301-500v 0.25mm 2.omm 12.5mm

http://www.alternatezone.com/

PCB Design

Tutorial




Roteamento bom X ruim

Roteamento bom

http://www.alternatezone.com/



Finalizacao de ilhas e curvas

(a)

Furo simples Furo metalizado
a (omplete Kraig Mitzner
PCB Design Using
0r(ADGapture gy |\ 2
ol < PCB Design

*’ Y : Tutorial

Kraig Mitzner

http://www.alternatezone.com/



Finalizacao de ilhas e curvas

Plated Nonplated

Dimensdes dos furos: With pads
2mmx2mm
80 mils x 80 mils

GU
TANGO-FRESA

Without pads

{b)

2C l

2d

Dimensoes dos furos: Ly
0rCAD"Capture g5 |

1,3 mm X 1’3 mm and[ayout

Y5 O

Furos: a) correto e b) errado.

50 mils x 50 mils

Kraig Mitzner




Finalizacao de ilhas e curvas

Passagem
pelo terminal
do componente

Passagem
usando uma via
especifica

(omplete

P(B Design Using
OrCADCapture Py
and Layout

Kraig Mitzner



Distancias importantes

VERIFICAR AS CAMADAS INTERNAS:

A- Isolacdo entre furos mecanicos a pistas > 0,4 mm (16 mils)
B- Largura das pistas > 0,2 mm (8 mils)
C C- Isolacdo entre trilhas > 0,2 mm ( 8 mils)
D- Anel minimo tedrico > 0,38 (15 mils)
Isolacdo entre as pistas > 0,2 (8 mils)
F- Isolacdo entre ilhas e pistas > 0,2 (8 mils)
G- Isolacdo entre pistas e borda da placa = 0,5 mm (20 mils)
Isolacdo entre areas de massa e ilhas/pistas > 0,2 mm ( 8 mils)
I- Isolacdo entre areas de massa e furos > 0,5 mm (20 mils)

Sl S L
w)

+'
m
-

Observe que para uma furacdo de 0,3 mm, a ilha a ser utilizada devera ter o
tamanho de 0,8 mm ( 0,3 + 0,5 = 0,8 mm).

Ex.: Diametro Tamanho minimo da ilha
0,3 mm 0,8 mm
1,0 mm 1,5 mm
2,5 mm 3,0 mm (Veja tabela no item 5.0)

http://www.cirvale.com.br/



Distancias importantes

VERIFICAR AS CAMADAS INTERNAS:

A - Espassamento entre a drea condutora e a horda da placa > 0,5 mm (20 mils)
B - Espassamento entre furos mecanicos e area condutora > 0,45 (18 mils)

C - Espacamento entre furo metalizado e a area condutora > 0,5 mm (20 mils)

D - Anel minimo tedrico > 0,38 mm (15 mils)

E - Espacamento entre pad e area condutora > 0,2 mm ( 8 mils)

VERIFICAR MASCARA DE SOLDA E SELETIVO:

A - Isolacd@o entre mascara e ilha > 0,2 mm ( 8 mils)
B - Isolacdo entre mascara e pads > 0,2 (8 mils)

C - Largura da mascara entre pads e SMDs > 0,2 ( 8 mils)

http://www.cirvale.com.br/



Planos de alimentacao e terra

Analog Analog Analog Commaon Digital Digital Digital
+ power sicnal - Py .
V+ V. VCC g pnmr IJPJD =) nﬂ_l .
A A Q 2 + power signal
J1
1
2
3
4
: = =l
(]
7O NV, . =
g (omplete
g P(B Design Using
10 0rCADCapture ¢
11 and Layout
12 & @
13 >
14
CON14

Kraig Mitzner




Na proxima aula

Seqguéncia de conteudos:
1. Elaboracao da PCI.



